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1本マニュアルについて 

1.1 マニュアルの内容 

このマニュアルは、Gowin RiscV_AE350_SOCハードウェア・リフ

ァレンス・デザイン ケースとソフトウェア・リファレンス・デザイン、

および DK_START_GW5AST-LV138FPG676A V1.0開発ボードを例とし

て、ハードウェア・プロジェクトとソフトウェア・プロジェクトを迅速に

確立、構成、ダウンロード、デバッグする方法を説明します。 

1.2 用語、略語 

本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を表 1-1に示し

ます。 

表 1-1用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

IDE Integrated Development 

Environment 

統合開発環境 

MCU Micro Controller Unit マイクロコントローラ・

ユニット 

RISC-V Reduced Instruction Set Computer V 5世代目の縮小命令セッ

トコンピュータ 

SaG Scattering and Gathering 散乱と集結 

SOC System on Chip システム・オン・チップ 

UART Universal Synchronous and 

Asynchronous Receiver/Transmitter 

汎用同期非同期受送信機 
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1.3 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供してい

ます。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わ

せください。 

ホームページ：www.gowinsemi.com/ja 

E-mail：support@gowinsemi.com 

 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com


2ハードウェア設計方法 2.1ハードウェア環境 

 

MUG1030-1.3J 3(33) 

 

2ハードウェア設計方法 

2.1 ハードウェア環境 

 DK_START_GW5AST-LV138FPG676A V1.0 

- GW5AST-LV138FPG676AC1/I0 

- GW5AST-138B 

2.2 ソフトウェアのバージョン 

テスト済みバージョン：Gowin_V1.9.11.01 (64-bit)。 

2.3 リファレンス・デザイン 

…

¥ref_design¥FPGA_RefDesign¥DK_START_GW5AST138_V1.0¥ae350_d

emo。 

2.4 関連ドキュメント 

 Gowin RiscV_AE350_SOCハードウェア設計ユーザーガイド
(MUG1031) 

 Gowinソフトウェア ユーザーガイド(SUG100) 

 Gowinタイミング制約ユーザーガイド(SUG940) 

 Gowin物理制約ユーザーガイド(SUG935) 

 Gowin Programmerユーザーガイド(SUG502) 

2.5 設計フロー 

Gowin RiscV_AE350_SOC IPの設計フローは次のとおりです。 

1. Gowinソフトウェアの IP生成ツール「IP Core Generator」で

RiscV_AE350_SOC IPを呼び出してそのオプションを構成し、

http://cdn.gowinsemi.com.cn/MUG1031E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG100J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG940J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG935J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG502J.pdf
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RiscV_AE350_SOC IPを生成します。 

2. Gowinソフトウェアの IP生成ツール「IP Core Generator」で

RiscV_AE350_SOC IPを呼び出してそのオプションを構成し、

PLL_ADV IPを生成します。PLL_ADV IPは、RiscV_AE350_SOC IP

にクロックリソースを提供します。 

3. ハードウェア設計で、RiscV_AE350_SOC IPと PLL_ADV IPをイン

スタンス化し、他のユーザーデザインを追加し、そして各モジュール

を接続して完全なトップレベル・デザインを形成します。 

4. 使用する開発ボードに基づいて Gowinソフトウェアの物理制約ツー

ル「FloorPlanner」を使用して物理制約を追加します。 

5. Gowinソフトウェアのタイミング制約ツール「Timing Constraints 

Editor」を使用してタイミング制約を追加します。 

6. 合成(Synthesize)オプション、配置配線(Place & Route)オプション、

およびビットストリーム(BitStream)オプションを構成します。 

7. 「Synthesize」を実行することで RiscV_AE350_SOCハードウェア設

計を合成してネットリスト・ファイルを生成します。 

8. 「Place & Route」を実行することで配置配線し、ビットストリーム

ファイルを生成します。 

9. ダウンロードツール「Programmer」を使用してビットストリームフ

ァイルをダウンロードします。 

2.6 設計方法の詳細 

2.6.1 プロジェクトの作成 

Gowinソフトウェアをダブルクリックして開き、FPGA設計プロジェ

クトを新規作成します。 

例： 

 Series：GW5AST 

 Device：GW5AST-138 

 Device Version：B 

 Package：FCPBGA676A 

 Speed：C1/I0 

 Part Number：GW5AST-LV138FPG676AC1/I0 

2.6.2 IPデザイン 

Gowinソフトウェアの IP生成ツール「IP Core Generator」で

RiscV_AE350_SOC IPを呼び出してそのオプションを構成し、
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RiscV_AE350_SOC IPを生成します。 

Gowinソフトウェアの IP Core Generatorで「Soft IP Core > 

Microprocessor System > Hard-Core-MCU > RiscV AE350 SOC 1.2」を開

きます(図 2-1)。 

図 2-1 RiscV_AE350_SOC IP Core 

 

 

SPI Flash、DDR3、GPIO、UART2など、必要に応じて対応する機能

を設定します。 

SPI Flash 

「SPI Flash」をダブルクリックして開き、SPI Flash命令メモリのオ

プションを構成します。 

「SPI Flash Instruction Memory」をチェックして SPI Flash Memory

を命令メモリとして使用します(図 2-2)。 
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図 2-2 SPI Flashの構成 

 

 

DDR3 

「DDR3」ダブルクリックして開き、DDR3メモリのオプションを構

成します。 

「DDR3 Data Memory」をチェックして DDR3 Memoryをデータメ

モリとして使用します(図 2-3)。 

図 2-3 DDR3の構成 
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GPIO 

「GPIO」をダブルクリックして開き、GPIOのオプションを構成し

ます。 

「Enable GPIO」と「Enable GPIO I/O Ports」をチェックして GPIO

とその「INOUT」ポートを有効にします(図 2-4)。 

図 2-4 GPIOの構成 

 
 

UART2 

「UART2」ダブルクリックして開き、UART2のオプションを構成し

ます。 

「Enable UART2」をチェックして UART2を有効にします(図 2-5)。 

図 2-5 UART2の構成 
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2.6.3 ユーザーデザイン 

RiscV_AE350_SOC IPデザイン 

Gowinソフトウェアの IP生成ツール「IP Core Generator」で

RiscV_AE350_SOC IPを呼び出してそのオプションを構成し、

RiscV_AE350_SOC IPを生成します(図 2-6)。 

図 2-6 RiscV_AE350_SOC IPデザイン 

 
 

PLL_ADV IPデザイン 

Gowinソフトウェアの IP生成ツール「IP Core Generator」で

RiscV_AE350_SOC IPを呼び出してそのオプションを構成し、PLL_ADV 

IP設計を生成します。PLL_ADV IPは、RiscV_AE350_SOC IPにクロッ

クリソースを提供します。 

「IP Core Generator」で「Hard Module > CLOCK > PLL_ADV 1.0」

を開き、リファレンス・デザインにしたがってクロックを構成し、PLL 

_ADV IPデザインを生成します(図 2-7)。 
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例えば、RiscV_AE350_SOCコア用の PLL_ADV IP： 

 Clkout0：DDR clock 

 Clkout1：CORE clock 

 Clkout2：AHB clock 

 Clkout3：APB clock 

 Clkout4：RTC clock 

RiscV_AE350_SOCのデータメモリとして「DDR3 Memory」を選択

した場合、DDR3 Memoryの PLL_ADV IP： 

 Clkout0：DDR3 input clock 

 Clkout2：DDR3 memory clock 

図 2-7 PLL_ADV IPデザイン 

 

注記： 

 RiscV_AE350_SOCのコア・クロックは、「PLL_R[0] > clkout1」によって直接提供

されます。コア・クロックの生成には PLL_ADV IPの「clkout1」を使用する必要が

あります。 

 RiscV_AE350_SOCの DDR3 Memoryクロックは、「PLL_L[0] > clkout2」によって

直接提供されます。DDR3 Memoryクロックの生成には、PLL_ADV IP の

「clkout2」を使用することをお勧めします。 

ユーザーデザイン 

ハードウェア設計のトップ・モジュールで、RiscV_AE350_SOC IP

と PLL_ADV IPをインスタンス化し、他のユーザーデザインを追加し、

そして各モジュールを接続して完全なハードウェア設計を形成します。 
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2.6.4 制約 

物理制約 

使用する開発ボードに基づいて Gowinソフトウェアの物理制約ツー

ル「FloorPlanner」を使用して物理制約を追加します。 

例えば、DK_START_GW5AST-LV138FPG676A V1.0 DVK Boardと

Gowin FTDI USBプログラマの JTAGインターフェースの対応接続方法を

表 2-1に示します。 

表 2-1リファレンス・デザインの JTAG物理制約 

JTAGインターフェース DVK Board Gowin FTDI USBプログ

ラマ 

GND J3-8 P2 

TMS J3-3 P9 

TCK J3-4 P1 

VREF (3.3V) J3-7 P6 

TDO J3-6 P5 

TDI J60-3 P3 

注記： 

 RiscV_AE350_SOCのコア・クロックは、「PLL_R[0] > clkout1」によって直接提供

されます。この PLL _ADV IPの位置を「PLL_R[0]」に制約する必要があります。例

えば、INS_LOC "u_Gowin_PLL_AE350/PLL_inst" PLL_R[0]。 

 RiscV_AE350_SOCの DDR3 Memoryクロックは、「PLL_L[0] > clkout2」によって

直接提供されます。この PLL_ADV IPの位置を「PLL_L[0]」に制約することをお勧

めします。例えば、INS_LOC "u_Gowin_PLL_DDR3/PLL_inst" PLL_L[0]。 

タイミング制約 

Gowinソフトウェアのタイミング制約ツール「Timing Constraints 

Editor」を使用してタイミング制約を追加します。 

2.6.5 構成 

Generalオプション 

「Global > General」オプションの構成を図 2-8に示します。例： 

Enable DSRM：DSRMを有効にします。 
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図 2-8 Generalオプションの構成 

 

 

合成オプション 

「Synthesize > General」オプションは、ハードウェア設計の実際の

ニーズに応じて構成してください(図 2-9)。 

例： 

 Top Module/Entity：ae350_demo_top 

 Verilog Language：System Verilog 2017 
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図 2-9合成オプションの構成 

 

 

配置配線オプション 

配置配線オプションは、ハードウェア設計の実際のニーズに応じて構

成してください。例： 

 Place：デフォルトでは Place Option 3が選択されています(図

2-10)。 

 Route：デフォルトでは Route Option 2が選択されています(図

2-11)。 

 Dual-Purpose Pin：SSPI、MSPI、および CPU関連ピンを多重化しま

す(図 2-12)。 
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図 2-10 Placeオプションの構成 

 

図 2-11 Routeオプションの構成 
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図 2-12 Dual-Purpose Pinオプションの構成 

 

 

ビットストリームオプション 

ビットストリームオプションは、ハードウェア設計の実際のニーズに

応じて構成してください。 

2.6.6 合成 

「Synthesize」を実行することで RiscV_AE350_SOCハードウェア

設計を合成してネットリスト・ファイルを生成します(図 2-13)。 
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図 2-13合成 

 

2.6.7 配置配線 

「Place & Route」を実行することで配置配線し、ビットストリーム

ファイルを生成します(図 2-14)。 

図 2-14配置配線 
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2.6.8 ダウンロード 

ダウンロードツール「Programmer」を使用してビットストリームフ

ァイルをダウンロードします。 

「Process> Programmer」、またはメニューバー上の「Tools > 

Programmer」、またはツールバー上の「 」をクリックして Programmer

を開きます。 

「Programmer > Edit > Configure Device」、またはツールバー上の

「 」を選択して、ダウンロード・オプションを構成します(図 2-15)。 

例： 

 Access Mode：External Flash Mode 5A 

 Operation：exFlash Erase, Program 5A 

 Programming Options > File name：ae350_demo.fs 

 External Flash Options > Device：Generic Flash 

 External Flash Options > Start Address：0x000000 

図 2-15ダウンロードオプションの構成 

 
 

最後に「Save」をクリックします。 

ツールバー上の「 」をクリックしてビットストリームファイルを

ダウンロードします(図 2-16)。 
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図 2-16ビットストリームファイルのダウンロード 
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3ソフトウェア設計方法 

3.1 ソフトウェアのバージョン 

テスト済みバージョン：RiscV_AE350_SOC_RDS_v1.3_win 

3.2 リファレンス・デザイン 

…¥ref_design¥MCU_RefDesign¥ae350_demo 

3.3 関連ドキュメント 

 Gowin RiscV_AE350_SOCソフトウェアプログラミング ユーザーガ

イド(MUG1029) 

 Gowin RiscV_AE350_SOC RDSソフトウェア ユーザーガイド
(MUG1025) 

 Gowin Programmerユーザーガイド(SUG502) 

3.4 設計方法の詳細 

3.4.1 ソフトウェア・プロジェクトの作成 

ステップ 1 

RDSソフトウェアを開き、プロジェクト作成ビュー(Andes Project 

Creator)で次のオプションを設定します。 

 「Connection Configuration」で「ICE」を選択します。 

 「Project Language」で「C」を選択します。 

 「Chip Profile」で「GOWIN-AE350 > ADP-AE350-A25-GOWIN」を

選択します。 

「Create Project…」をクリックします(図 3-1)。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/MUG1029E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/MUG1025E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG502J.pdf
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図 3-1 Create Project… 

 

 

ステップ 2 

以下の C Project情報を設定します。 

 「Project name」 

 「Location」 

 「Project type」として「Empty Project」を選択します。 

 「Toolchains」で「nds32le-elf-mculib-v5」を選択します。 

「Next」をクリックします(図 3-2)。 

図 3-2 C Project 
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ステップ 3 

「Debug」や「Release」など、プラットフォームとコンフィギュレ

ーションを設定し、「Finish」をクリックします(図 3-3)。 

図 3-3 Select Configurations 

 

 

ステップ 4 

アプリケーションの要件を参照して、RiscV_AE350_SOCソフトウ

ェアプログラミング用の関数ライブラリを呼び出してアプリケーション・

プログラムを作成します。 

3.4.2 ソフトウェア・プロジェクトの構成 

「Project Explorer」ビューで、ソフトウェア・プロジェクトを右ク

リックし、ドロップダウン・リストから「Build Settings」を選択し、ア

プリケーションの要件に従って「Tool Settings」を設定します(図 3-4)。 
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図 3-4 Build Settings 

 
 

Andes C Compiler > Directories 

「Andes C Compiler > Directories > Include paths (-I)」でソフトウェ

ア・プロジェクトのヘッダー・ファイルのパスを指定します(図 3-5)。 

例： 

 “${workspace_loc:/${ProjName}/src/bsp/ae350}” 

 “${workspace_loc:/${ProjName}/src/bsp/config}” 

 “${workspace_loc:/${ProjName}/src/bsp/driver/ae350}” 

 “${workspace_loc:/${ProjName}/src/bsp/driver/include}” 

 “${workspace_loc:/${ProjName}/src/bsp/lib}” 

 “${workspace_loc:/${ProjName}/src/demo}” 
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図 3-5 Andes C Compiler > Directoriesを選択 

 

 

Andes C Compiler > Optimization 

「Andes C Compiler > Optimization」でソフトウェア・プロジェクト

の最適化レベルとコード・モデルを指定します(図 3-6)。 

例： 

 Optimization Level：-Og : Optimize for speed with better debug ability 

than O1 

 Code Model：medium 

 Remove unused function sections (-ffunction-sections)：オン 

 Remove unused data sections (-fdata-sections)：オン 
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図 3-6 Andes C Compiler > Optimizationを選択 

 
 

Andes C Compiler > Debugging 

「Andes C Compiler > Debugging」でソフトウェア・プロジェクト

のデバッグ・レベルを指定します(図 3-7)。 

例：Debug Level：Maximum (-g3) 

図 3-7 Andes C Compiler > Debuggingを選択 
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Andes C Compiler > Miscellaneous 

「Andes C Compiler > Miscellaneous」でソフトウェア・プロジェク

トのその他のさまざまなオプションを指定します(図 3-8)。 

例： 

 Other flags：-c -fmessage-length=0 -fno-builtin -fomit-frame-pointer -

fno-strict-aliasing 

 Compiler to use：gcc 

図 3-8 Andes C Compiler > Miscellaneousを選択 

 
 

LdSaG Tool > General 

「LdSaG Tool > General」で SaGファイルを指定します(図 3-9)。 

例： 

 Generate linker script：オン 

 Linker script template：
$(ANDESIGHT_ROOT)/utils/nds32_template_v5.txt 

 SaG file：${ProjDirPath}/src/bsp/sag/ae350-ddr.sag 
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図 3-9 LdSaG Tool > Generalを選択 

 
 

Andes C Linker > General 

「Andes C Linker > General」でソフトウェア・プロジェクトのリン

カー・スクリプト・ファイルを指定します(図 3-10)。 

例： 

 Do not use standard start files (-nostartfiles)：オン 

 Linker Script (-T)：$(LDSAG_OUT) 
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図 3-10 Andes C Linker > Generalを選択 

 

注記： 

このオプションは、「LdSaG Tool > General」オプションに関連付けられています。SaG

ファイルが指定されている場合、このリンカー・スクリプト・ファイルは SaG ファイ

ルによって生成され、そうでない場合は、手動で指定する必要があります。 

Objcopy (object content copy) > General 

「Objcopy (object content copy) > General」で Binaryファイルの生

成を指定します(図 3-11)。 

例： 

 Disable. (Do not auto-generate output file.)：オフ 

 Create an output file in format：binary (Raw binary form) 
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図 3-11 Objcopy (object content copy) > Generalを選択 

 

3.4.3 ターゲットの構成 

「Project Explorer」ビューでソフトウェア・プロジェクトを右クリ

ックし、ドロップダウン・リストから「Target Configuration」を選択して

ソフトウェア・プロジェクトの Chip Profile、Connection Configuration、

Clean and Rebuild Projectなどを指定します(図 3-12)。 

例： 

 Chip Profile：ADP-AE350-A25-GOWIN 

 Connection Configuration 

- ICE 

- Bus 1 Port 1 [GWUSB-S >=v4.1] 

 Clean project：有効にすることをお勧めします 

 Build project：有効にすることをお勧めします 
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図 3-12 Target Configuration 

 

3.4.4 ソフトウェア・プロジェクトのビルド 

RDSソフトウェアのツールバー上の「 」をクリックしてソフトウ

ェア・プロジェクトをビルドし、Binaryファイルを生成します(図 3-13)。 

図 3-13ソフトウェア・プロジェクトのビルド 
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3.4.5 ソフトウェア・プロジェクトのダウンロード 

RDSソフトウェアのツールバー上の「 」(Flash Burner)をクリック

するか、ソフトウェア・プロジェクトを右クリックしてドロップダウン・

リストから「Flash Burner」を選択して Gowin Programmerを起動します

(図 3-14)。 

図 3-14ダウンロード・オプションの構成 

 

 

「Gowin Programmer > Edit > Configure Device」、またはツールバー

上の「 」(Configure Device)をクリックして、ダウンロード・オプショ

ンを構成します(図 3-15)。 

例： 

 Access Mode：External Flash Mode 5A 

 Operation：exFlash C Bin Erase, Program 5A 

 External Flash Options > Device：Generic Flash 

 External Flash Options > Start Address：0x600000 

 FW/MCU/Binary Input Options > Firmware/Binary File：
ae350_demo.bin 
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図 3-15ダウンロード・オプションの構成 

 

 

最後に「Save」をクリックします。 

ツールバー上の「 」をクリックしてソフトウェア設計の Binaryフ

ァイルをダウンロードします(図 3-16)。 

図 3-16ソフトウェアの Binaryファイルのダウンロード 
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3.4.6 ソフトウェア・プロジェクトのデバッグ 

ビルド・モードの構成 

bsp¥config¥config.hを変更して BUILD_MODEを「BUILD_LOAD」

に指定し、ソフトウェア・プロジェクトを再ビルドします(図 3-17)。 

図 3-17ビルド・モードの構成 

 
 

デバッグ構成の作成 

「Project Explorer」ビューでソフトウェア・プロジェクトを右クリ

ックし、ドロップダウン・リストから「Debug As > Debug 

Configurations…」を選択して「MCU Program」モードのデバッグ構成を

作成します(図 3-18、図 3-19)。 

例： 

 Main > Project：ae350_demo 

 Main > Program：Debug¥ae350_demo.adx 

 Startup > GDB Initialization Commands： 

- Reset and Hold 

- load 

 Startup > Runtime Options：Set breakpoint at: main 
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図 3-18デバッグ構成の作成 

 
 

図 3-19 Debug Configurations > Startupを選択 

 
 

デバッグ・セッションの開始 

Windows PC、Gowin FTDI USBプログラマ、DK_START_GW5AST-

LV138FPG676A V1.0開発ボードを物理的に接続し、開発ボードを起動し
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ます。 

ツールバー上の「 」をクリックしてデバッグ・セッションを開始し

ます(図 3-20)。 

例： 

 ：Terminate and Relaunch 

 ：Resume 

 ：Step Into 

 ：Step Over 

 ：Terminate 

図 3-20デバッグ・セッションの開始 
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